


































专利名称(译) 贴片式传感器模块

公开(公告)号 US20200069190A1 公开(公告)日 2020-03-05

申请号 US16/468461 申请日 2017-12-12

[标]申请(专利权)人(译) 阿莫生命科学有限公司

申请(专利权)人(译) 美化有限公司

当前申请(专利权)人(译) 美化有限公司

[标]发明人 RYU KYUNG HYUN
KIM BEOM JIN

发明人 RYU, KYUNG HYUN
KIM, BEOM JIN

IPC分类号 A61B5/01 H05K1/18 H01Q9/04 H01Q1/27 H01Q1/24 G01K13/00 A61B5/00

CPC分类号 H05K2201/09027 G01K13/002 H05K2201/10151 A61B2562/0271 A61B5/0008 H05K1/18 A61B2560
/0214 H01Q1/273 A61B5/6833 H01Q1/248 A61B5/01 H01Q9/0407 A61B5/00 A61B5/04

优先权 1020160169608 2016-12-13 KR
1020170018178 2017-02-09 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了贴片型传感器模块。 根据本发明的一个实施方式的贴片型传感器
模块包括：具有柔性和透气性的基础基板；和 天线图案设置在基础基板
的第一表面上； 药液层，其包括功能材料并设置在所述基础基板的第二
表面上； 电路板电连接到天线图案，并在其第一表面上安装有至少一个
驱动芯片。 温度传感器安装在电路板上，以感测用户的体温。
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